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@ Chipkartenbus fur die Verbindung unterschiedlicher Kartenchlps 

@ Eg wird fur Chipkarten. in die mehrere Chips eingebracht 
sind. am geeignetes Bussystem boschriobon^ welches die 
Kontaktflachen der bekannten Chipkartenkontakte nutzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektronische 
Busanordnung, welche gemaB dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchcs in Chipkarten cingesetzt werden kann. 3 

Es sind Plastikkarten als Chipkarten bekannt» welche 
kontaktfrei oder kontaktbehaftet mit ihren Schreib/Le- 
segeraten Energie und Daten austauschen. Diese K.ar- 
ten werden fUr vielfache Anwendungen wie beispiels- 
weise Telefonkarten, Gesundheitskarten, Zutrittskon- to 
trollkarten eingesetzt Einen Oberblick iiber solche ICar- 
ten und deren Anwendungen ist in drei Ausgaben der 
EJektronik Jahrgang 93 zusammengesteilt. 

Der Erfindung iiegt die Aufgabe zugrunde, unter- 
schiedliche elektronische Chips auf einer Karte selektiv 15 
2u aktivieren und mit einem Schreib/Lesegerat auBer- 
halb der Karte zu verbindea 

Diese Aufgabe wird durch die ina kennzeichnenden 
Teil des Anspruches 1 angegebenen Merkmale gel6st 

Vig, 1 zeigt schemausdi in dem Teil 1 das Kontaktfeld 20 
mit den Kontakten Kl bis ICS. Das Kontaktfeld ist bei 
herkdmnilichen Chipkarten in seiner Lage und physika- 
lischen Ausgestaltung in intemationalen Normen (z. B. 
ISO 7816) beschrieben. Von diesem Kontaktfeld fohren 
die elektrisch leitenden, gatvanischen Verbindungen LI 25 
bis L8 zu den Chips A, B, C 

Zu Anspruch 1 

Die Erfindung betrifft Chipkarten, welche mehrere 30 
Chips (A. B, C) enthalten. Auf einem Trager, der in das 
Kartenmaterial eingebettet ist, sind elektrisch leitende 
galvanische Verbindungen (LI bis L8) untergebracht 
Diese Verbindungen ftihren zu den raumlich getrennten 
Chips und stellen eine elektrische Verbindung zwischen 35 
den Chips und den Kontaktflachen (Kl bis K8) her. Die 
Verbindungsleitungen sind jeweils ganz bestimmten 
Kontaktflachen zugeordnet (LI mit Kl, L2 mit K2 . . .). 
Von den Kontaktflachen Kl bis K8 sind nicht alie far die 
elektrische und konimunikative Anbindung einer Chip- 40 
karte mit einem Schreib/Lesegerat belegL Sind bei- 
spielsweise K7. K8 nicht belegt, kdnnen die zugehdrigen 
Leitungen L7, jL8 zur chipspezifischen Obertragung von 
seriellen oder parallelen Informationen dienen. Werden 
mit dem Einschieben einer Karte in in Schreib/Lesege- 45 
rat beispielsweise die Kontakte Kl, K2 mit Spannung 
belegt. werden alle drei Chips A, B, C elektrisch akti- 
viert. Durch Anlegen einer Informationssequenz an die 
Kontakte K7. K8 wird den drei Chips an den Leitungen 
L7, L8 diese Informationssequenz zur Verfugung ge- 50 
stellt Die Chips konnen nach bekannten Verfahren so 
aufgebaut werden, daB sie sich nur dann an die f unktio- 
nal noch freien Leitungen (in diesem Falle L3 bis L6) 
anschlieBen, wcnn die aber L7. L8 einlaufende Informa- 
tion mit einer chipintem gespeicherten tlbereinstimmt 55 
Mit diesem Verfahren gelingt es. auf Chipkarten bei 
Verwendung von mehreren Chips einen einheitUchen 
Bus zu schaffen, der die in dem intemationalen ISO 
Standard beschriebenen Funktionen zur Grundlage des 
Bussystems macht 60 

Zu Anspruch 2 

In Anspruch 1 sind die Kontaktflachen (Kl bis K8) 
benannt Diese Kontaktflachen konnen durch AnschluB- 65 
flachen eines elektrischen Schaltkreises ersetzt werden. 
Dieser Schaltkreis kann seinerseits eine Verbindung zu 
Kontakten herstellen. Dieser Chip kann kontaktfreie 
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AnschlOsse an seiner Eingangsseite in definierte. elektri- 
sche Kontaktanschlilsse an seiner Ausgangsseite wan- 
deln und damit einen definierten elektrischen Bus (Lei- 
tungsverbindungen) in der Karte zur Verfugung stellen. 

Zu Anspruch 3 

Die Chips (A, B, Q kdnnen direkt auf der Unterseite 
von Kontakten durch Kleben aufgebracht werden. Die 
Verbindung kann durch Bonden oder leitende Klebe- 
massc crfolgen. Durch diese Verfahren waren ein oder 
zwei Chips, sofem sie geometrisch nicht zu groB sind, 
unter der Kontaktflache von Chipkarten unterzubrin- 
gen. 

Zu Anspruch 4 

Aus KostegrQnden kann es sinnvoU sein, Verfahren 
auszuwahlen, bei denen die Leiterbahnen direkt \ii das 
Plastikmateriai der Karte einzubringen sind. Es konnten 
in das Plastik der Karte leitende Bahnen eingebracht 
werden, an die die Chips direkt leitend anzubrtngen siiid. 

PatentansprOche 

t. Busanordnung fOr eine Chipkarte mit Kontaktan- 
schlussen und/oder kontaktlosen Anschlttssen zur 
EnergieQbertragung und zum Datenaustausch mit 
einem Schreib/Lesegerat. wobei auf der Chipkarte 
mehrere elektronische Schalikreise vorgesehen 
sind, dadurch gekennzeichnet, 

— daB elektrisch leitende, galvanische Verbin- 
dungen (LI bis L8) an der einen Seite an Kon- 
taktflachen (Kl bis K8) und an der anderen 
Seite an jeden der elektronischen Schaltkreise 
(Chip A, Chip B, Chip C) anschlieflbar sind, 

— daB eine oder mehrere der galvanischen 
Verbindungen (LI bis LS), welche nicht zur 
Energieubertragung oder zum Datenaus- 
tausch vorgesehen sind, zur seriellen oder par- 
allelen Obertragung von chipspezifischen In- 
formationen dienen, und 

— daB fiber diese chipspezifischen Informatio- 
nen jeweils einer der Chips (A, B, C) ausge- 
wahit wird. um mit dem Schreib/Lesegerat in 
Datenaustausch zu treten. 

2. Busanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

— daB die Kontaktflachen (Kl bis K8) durch 
AnschlUsse eines elektrischen Schaltkreises er- 
setzt werden, dessen Eingange an kontaktfreie 
AnschlUsse geftthrt sind, und dessen Ausgange 
den AnschlUssen an den Kontaktflachen (Kl 
bis K8) entsprcchen. 

3. Busanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kenn2eichnet. daB die Chips direkt mit den Kon- 
taktflachen galvanisch leitend verbunden sind, und 
die Chips mechanisch oder chemisch an den Kon- 
taktflachen befestigt sind 

4. Busanordnung nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die elektrisch leitenden Verbin- 
dungen auf physikalischen oder chemischem Wege 
durch Beschichten, Dotieren, Bedruckea Imple- 
mentieren, Einlegen. Diffundieren, Aufdampfen, 
Sputtem, Einschmelzen. Einbrennen, Gravieren 
Oder ein anderes Verfahren eingebracht sind. 
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Abstract of DE4416583 

The description relates to a suitable bus system 
for chip cards fitted with several chips which 
makes use of the contact surfaces of the prior art 
chip card contacts. 
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